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CMOS ve MEMS cihazlan da dahil olmak lzere gesitli cihazlar igin mikrofabrikasyon proses

Dersin Amaci
entegrasyonu konusunda tasarim tecriibesi kazanmak.

Ogrenciler icin saglanan firsatlar

teknolojilerinin ayrintill kapsami ve bireysel proseslerin modellenmesi. Birim sliregleri ve slireg

o Litografi sirecinde bilimsel ilkelerinin ve teknolojik gelismenin 6grenilmesi
e Termal oksidasyon sirecinin bilimsel ilkelerinin, teknolojik gelisimin ve teorik modellenmesinin

6grenilmesi

Dersin Ogrenme ° Safsizhk katistirma islemlerinin  bilimsel ilkelerinin, teknolojik gelisimin ve iteorik
Ciktilari 9 modellenmesinin égrenilmesi
e Ince film ¢okelme islemlerinin bilimsel ilkelerinin, teknolojik gelisimin ve iteorik

modellenmesinin 6grenilmesi

Mikro-isleme islemlerinde bilimsel ilkeleri ve teknolojik gelismeleri
Sureg entegrasyon tasariminin metodolojisini 6grenilmesi

Yari iletken malzemelerin gdézden gegirilmesi,
CMOS imalat islem akisi,

Fotolitografi islemleri,

Silikonun termal oksidasyon stiregleri,

Diflizyon islemleri ve iyon implantasyonu islemleri,
ince film biriktirme islemleri,

Islak ve kuru asindirma islemleri,

Dersin icerigi

Dékme mikro isleme ve ylzey mikromakirma islemleri

Asindirma islemlerinde bilimsel ilkeleri ve teknolojik gelismeleri 6grenilmesi

6grenilmesi

Yariiletken kristal yapilarin ve plaka biyimesinin gézden gegirilmesi,

Bulk micromachining and surface micromachining processes

HAFTALIK KONULAR VE iLGiLi ON HAZIRLIK SAYFALARI

Hafta Konular

1 Mikrofabrasyona giris: Tarihsel arka plan, temiz oda, entegre devreler,
teknoloji gelistirme trendi, yari iletken malzemelerin incelenmesi

2 CMOS imalat islem akisi: Gofret hazirlamasindan arka ug proseslere CMOS
islem akisI detaylari, proses entegrasyonunun tasarimi
Yariiletken kristal yapilarin ve plaka biylmesinin gézden gegirilmesi: Kristal

3 yapl, elmas kafes, Czochralski blylime, float-zone yontemi, plaka
ozelliklerinin elektriksel ve fiziksel dlgimu

4 Fotolitografi islemleri: Pozlama sistemleri, 1sik kaynaklari, isik dalga
ozelliklerinin fotolitografi islemlerine etkisi, fotorezistlerin 6zellikleri
Fotolitografi islemleri: ileri fotolitografi, optik yakinlik diizeltme, faz

5 kaydirma maskeleri, daldirma litografi, gift desenlendirme, x-ray litografi, e-
1sinh litografi
Silikonun termal oksidasyon siregleri: Silikon dioksitin temel 6zellikleri,

6 termal oksidasyon modellemesi, doping etkileri, 6lgim ydntemleri, yliksek k
dielektrik malzemeler

7 Dopant difiizyon: Atomik diflizyon mekanizmalari, difizyon modeli, iki
basamakl diflizyon islemleri, ekstrensik diflizyon, difiizyon direng tasarimi

8 Ara Sinav
Iyon implantasyonu: Iyon implante edici, durdurma mekanizmalari, safsizlik

9 profili, profillerde asimetri, implantasyon maskelemesi, implantasyon hasari,

kanal etkisi

On Hazirhik

Literatiirden ilgili makaleler
on hazirlik igin verilecektir.

Literatlirden ilgili makaleler
on hazirlik igin verilecektir.

Literatirden ilgili makaleler
on hazirlk igin verilecektir.

Literatlirden ilgili makaleler
on hazirlik igin verilecektir.

Literatirden ilgili makaleler
on hazirlk igin verilecektir.

Literatlirden ilgili makaleler
on hazirlik igin verilecektir.

Literatlirden ilgili makaleler
on hazirlik igin verilecektir.

Literatlirden ilgili makaleler
on hazirlik igin verilecektir.




ince film birikimi: Malzeme degerlendirmesi, kimyasal buhar birikimi (CVD)
10 islemleri, atmosferik basing CVD, dlstik basingh CVD, plazma ile
glglendirilmis CVD

ince film birikimi: Fiziksel buhar ¢éktiirme iglemleri, termal buharlastirma,

Literatlirden ilgili makaleler
on hazirlik igin verilecektir.

Literatirden ilgili makaleler

11 e-kiris buharlastirma, DC puskirtme, RF pluskirtme, metal baglanti 6n hazirlik icin verilecektir.
olusumu

12 Asindirma islemleri: Segicilik ve anizotropi, asindirma islemi kontroli, 1slak  Literatirden ilgili makaleler
asindirma on hazirlik icin verilecektir.

13 Asindirma islemleri: Plazma asindirma mekanizmalari - kimyasal ve fiziksel, Literatlirden ilgili makaleler
iyonla zenginlestirilmis asindirma, ylkleme efekti on hazirlik igin verilecektir.

14 Ogrenci sunumu: Yari iletken imalat sireclerinde ileri konularin incelenmesi Literatiirden ilgili makaleler
ve 6grencilerin sunumlari on hazirlik igin verilecektir.
Mikroigleme: Yigin mikro isleme, kristal yone bagimli asindirma, etit . . -

15 durmalari, derin reaktif iyon etch, ylizey mikromakirleme, stiksiyon 6nleme, I___|teraturde!'1 _|Ig||| n_'\akale_ler

J . h on hazirlik igin verilecektir.

wafer baglama yontemleri

16 Final Sinavi

KAYNAKLAR

Ders Notu Ders slaytlar

Ders Kitabi: “Silicon VLSI Technology - Fundamentals, Practice and Modeling,” J. Plummer, M.
Deal, and P. Griffin, 2000, Prentice Hall.

Diger Kaynaklar Yardima Kitaplar:

DERS MATERYAL PAYLASIMI

Dokiimanlar Bu derse ait ders notlari ve slaytlar
Odevler Ogrencilere her 2 haftada 1 6dev verilecektir.
Sinaviar 1 Ara Sinav ve 1 Final Sinavi

DEGERLENDIRME SiSTEMI

YARIYIL iCi CALISMALARI SAYISI KATKI PAYI
Ara Sinav 1 35
Odevler 8 10
Dénem Projesi 1 20
TOPLAM 65
Yiliginin Basariya Orani 65
Finalin Basariya Orani 1 35
TOPLAM 100

Ders Kategorisi

Temel Bilimler ve Matematik 20%
Muhendislik Bilimleri 80%
Sosyal Bilimler 0%

DERSIN OGRENiIM CIKTILARININ PROGRAM YETERLILIKLERI iLE iLiSKisi
Katki Dlzeyi

No Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5

1 Matematik, fen ve mihendislik bilgilerini ileri arastirmalarda kullanma becerisi X

> Bir mihendislik problemini ¢ézebilecek orijinal bir sistemi analiz etme, tasarlama ve / X
veya uygulama becerisi

3 Gerekli yazilim, donanim ve modern 6lgim cihazlarini arastirma alanlarinda kullanma

becerisi
4 Badimsiz arastirma ve uygulamayi ayrintili planlama becerisi

Litreratlrt takip etme, dinleme ve teknik sunum yapma, akademik diizeyde bir yazi
yazma becerisi

X X X X

6 Yenilikgi ve sorgulayici disiinme becerileri ve 6zglin géztmler bulma




*1’den 5’e kadar artarak gitmektedir.

AKTS / is YUKU TABLOSU
Etkinlikler

Ders Siresi (Sinav haftasi dahildir: 16x toplam ders saati)
Sinif Disi Ders Calisma Siiresi (On calisma, pekistirme)
Internette tarama, kiitiiphane calismasi

Sunum

Odevler

Arasinavlar

Yariyil Sonu Sinavi

Toplam Is Yiikii

Toplam Is Yiikii / 30

Dersin AKTS Kredisi

Etkinlikler

16
16
16

1
8
1
1

Siresi
(Saat)
3
2
2
20
3
34
35

Toplam
Is Yk
48
32
32
20
24
34
35
225
225/30
7.5




